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Application of glass cavities & UTG

Applications: 
IR cut-off filters for mobile, tablet PC and CCTV camera devices
Semiconductor processing for MEMS, CMOS image sensors, advanced packaging and LEDs
Flat panel digital x-ray detectors
Electro chromatic windows and mirrors
Substrates for active matrix flat panel displays
Carrier for semiconductor processing

https://www.corning.com/worldwide/en/products/display-glass/products/eagle-xg-slim/ThinSheet.html

• Mobile Consumer Electronics

• Optical Communications

• Display

http://www.skpchem.com/
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15μm(1gen) extreme Ultra Thinned - Glass 25μm (2gen)Ultra Thinned - Glass 25μm(3gen) Rolled- Glass 

 5G(1100x1300mm) glass slimmed 0.7t to 0.17t 
25μm(3gen) flexible  Glass 

Ultra-thin glass (flexible, bendable, foldable )

40μm(4”)  Glass wafer

15μm extreme thinned Glass

http://www.skpchem.com/
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Glass cavity

■ Glass Cavity  (Line 0.3~1.0mm/ Etching Depth : 60um)

Mask pattern

< Example 2.> Deep etched glass cavity ■ Glass Cavity  ( Glass THK : 0.55mm /  Etching Depth : 0.34mm)

Develop After etching Enlarged image

< Example 1.> Pattern etched glass cavity 

■ Glass Cavity  (pattern size 0.6*1.1mm/ Depth : 0.1~0.23mm)

Enlarged imageEncapsulation for power chip 

http://www.skpchem.com/
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Through glass via (TGV) technology

Glass Thickness: 50um  Via Hole :Ø 50um 
E2K corning glass

■ Development of Through Glass Vs (TGVs) for Interposer

Feasibility test sample results

< TGVs  specimen preparation procedure >

1. Glass preparation for experiment

2. Dry film lamination

3. LDI exposure and development

4. Spray etching at low pressure

5. Dry film removal

**LDI : laser directing imaging

Through galas via holes

Patterning for TGVs Patterning for encapsulationGlass Encap

http://www.skpchem.com/
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Micro patterning & Nano texturing for anti-glare

70㎛

50㎛

30㎛

■ Micro patterning for mobile phone

Nano texturing for AR (anti-reflection, anti-glare)

Line width :  30,50,70㎛ = 0.03,0.05,0.07mm

20㎛

30㎛

50㎛

■ Anti-glare Nano-texturing

http://www.skpchem.com/
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Glass diffuser and patterning for decoration glass

Surface of Pyramid texture for diffuser glass Bare glass Diffusion of light through textured glass

Precision micro patterning glass for decoration 

http://www.skpchem.com/
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2G ~ 5G Glass slimming  equipment

2G glass slimming equipment  2G(370x470mm) glass slimming thickness 0.63mm to 0.1mm 

5G(1100x1300mm) glass slimming equipment Slimming bath module 

2G(370x470mm) E2K

• Very Simple structure , maintenance is not required

• Good uniformity by mean of special module

Special Module

http://www.skpchem.com/
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Glass slimming machine Layout & P&ID

Cake type Sludge

The sludge is continuously disposal 
during the etching process.

Chemical management 
system

Chemical etching Zone

Features of chemical & equipment

 Compact design, small footprint
 Easy removal of by-product
 Easy to maintenance

(The sludge does not deposit to the
piping and  internal devices.

Byproducts filtering 
By Filter Press

http://www.skpchem.com/
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Cassette & Rack design for glass etching

Pitch : 5 mm

Pitch 20mm

 Glass slimming rack for 370X470mm  Healing for Mobile phone cover glass cassette 

Features of Rack & Cassette
* A large number of glasses can be mounted in 

a small space
* The etching bath is small and a uniform 

surface quality can be obtained.

0.25t 

0.19t

0.08t

0.22t Before etching

After etching

Camera cover glass

http://www.skpchem.com/
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Prototype etcher for mobile cover glass

Pre- cleaning
(fluid circulation)

Clear etching
(weaving motion)

D.I.W Rinsing

Before healing
Rough surface

15um 
etching

After healing
smooth surface

Prototype etcher -2 for mobile cover glass

Prototype etcher -1 for mobile cover glass

Before healing
Rough surface

After healing
smooth surface

http://www.skpchem.com/
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Feature of glass etching chemical 

 The system causes a trouble of shutdown due to the 

sludge issue.

 A high risk of accidents for the operator, the downtime 

often caused by fouling of the sludge.

 This by-product does not adhere to the inside of the 

apparatus and piping. good throughput

 A simple sludge removal method does not cause fouling 

of the system and ensures the safety of the operator.

HF and/or HNO3, HCl

ACID  Fuming Chemical 

 Acid fume generation

 High system damage by chemical

 Environmental regulation restricted material

 Toxic to harm human safety

 Difficult to treat waste

 Maintenance is difficult

Non HF ; NH4HF2 Base

Non Fuming chemical

 Fume free chemical

 No system damage by chemical

 Can cope with environmental regulations

 Relatively safe material

 Easy to waste treatment

 Easy maintenance

Conventional Chemical SKP fine Chemical

Very Dangerous Very Safe

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O
2HF + SiF4 → H2SiF6
HF(aq) → HF ↑

SiO2 + 4NH4HF2 → SiF4 + 4NH4F + 2H2O
SiF4 + 2NH4F → (NH4)2SiF6

NH4HF2 Chemical Reaction
HF Chemical Reaction

http://www.skpchem.com/
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Web search-1 

AV/Mobile
・ RF-switches/relays for mobile devices such as smartphones, portable video games, 

digital cameras, car navigation systems, Pressure sensors, Gyroscopes, Acceleration 
sensors, image sensors

・LED encapsulation, Pressure sensor encapsulation, Encapsulation of Si microphones
・Display devices for pico-projectors

Semiconductors
・Cap wafers for vertical through contact of pressure sensors
・Cap wafers for 3D packaging of angular rate sensors
・ RF-MEMS switches. Cap wafers for various MEMS packaging tasks
・ Image sensors ,etc.

Automotive
・ Pressure sensors, Acceleration sensors.
・ Gyroscopes, etc.
・LED, etc.

Biotechnology/Medical
・ Pressure sensors for medical devices ,etc.

 Semiconductor: Interposer
 Telecommunications : Optical waveguides / optical interconnects
 MEMS sensors: Substrate and functional element
 RF Applications: Interposer, substrate and functional element
 Microfluidics: Lab-on-a-chip, micro-reactors and print-heads
 Microoptics : Micro-optical elements

■ Applications of TGVs & glass cavity

http://www.skpchem.com/
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Web search-2

http://tucson.com/business/local/tucson-tech-startup-sees-role-in-next-gen--
d/article_f2c347e2-7396-5a9a-be88-34e74c24cdb9.html

Applications: 

IR cut-off filters for mobile, tablet PC and CCTV camera devices

Semiconductor processing for MEMS, CMOS image sensors, advanced 

packaging and LEDs

Flat panel digital x-ray detectors

Electro chromatic windows and mirrors

Substrates for active matrix flat panel displays

Carrier for semiconductor processing

https://www.corning.com/worldwide/en/products/display-glass/products/eagle-xg-slim/ThinSheet.html

http://www.skpchem.com/
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Web search-3

http://www.schott.com/english/news/press.html?NID=com4971

http://www.schott.com/english/news/press.html?NID=com4588
http://www.tecnisco.co.jp/en/en_product/en_glass/en_tgv/
CNC 정밀 기계 가공 방법 (일본)

http://www.skpchem.com/
http://www.tecnisco.co.jp/en/en_product/en_glass/en_tgv/
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Encap. Glass
차세대 디스플레이와 조명원으로 각광받고 있는 OLED의 발광재료로 사용되는 유기물질은 산화를 방지
하기 위해 외부의 습기, 산소에 노출되어선 안되고, 외부의 충격으로부터도 보호되어야 한다.
이렇게 OLED 패키징에 사용하는 Cavity가 형성된 유리 가공품을 Encapsulation Glass(봉지글라스) 
라고 하고, Slimming 뿐만 아니라 고객의 요구에 따른 Patterning 설계까지 가능하다

http://uplusv.co.kr/etching/etching02_01.php?ptype=view&prdcode=1502160003
유플러스비젼 한국

http://kr.gobizkorea.com/blog/kr_catalog_view.jsp?blog_id=nova0001&co_lang=1&group_code=&obj_id=977169
노바테크 등 한국의 글라스 에칭(슬리밍업체) 들은 Cavity 구현에 연구개발에 주력

발광재료로서 유기물질을 사용하는 OLED의 경우 투습이나 산소의 접촉으로 인
하여 유기물질이 산화되면 치명적으로 수명 저하를 초래한다. 이러한 산화를 방
지하기 위하여 Cavity가 형성된 본지글라스를 사용하여 밀봉하는데 이때 사용
하는 글라스

<제품사양> 
Glass Size : 100*100 , Chemical Etching Type 
Alignment Mask Size : 0.1mm(공차 Tolerance≤10㎛) 
Alignment Mask Pozsition Accuracy : ≤20㎛
Cavity Depth Accuracy : ≤5% 
Taper(Slope) Width : ≤45°

용도
터치스크린패널용 기판, OLED조명용 기판, 디스플레이 기판용, 태양전지용 기
판 등

http://www.skpchem.com/
http://uplusv.co.kr/etching/etching02_01.php?ptype=view&prdcode=1502160003
http://kr.gobizkorea.com/blog/kr_catalog_view.jsp?blog_id=nova0001&co_lang=1&group_code=&obj_id=977169
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Web search-5

http://www.3dglasssolutions.com/products/tgvs-for-ic-packaging/
APEX™

http://www.eanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=62
전자신문 기사

전자산업이 소비자 가전에서 디자인과 기능성 요건을 충족시키기 위해, 미세가공 노드(microfabrication node)와 IC 패키징에서 소형화 경향을 지속함에 따라 인터
포저(interposer) 기술이 IC 패키징에서 점차 더 중요한 위치를 차지하게 되었다.
더 나아가, IC 패키징은 무어의 법칙(Moore’s Law)을 지속시켜줄 수 있는 동력으로 널리 인식되고 있다. 과거로부터 실리콘은 IC 생산에서 폭넓게 쓰이고 있는 만큼
인터포저의 소재로도 주된 관심을 받았지만, 여전히 넘어야 할 많은 기술적, 비용적 문제를 가지고 있다.
반면, 유리(glass) 인터포저 기술은 이에 대한 저비용 대안이 될 수 있지만, 고급 유리관통비아(TGV: through glass vias)의 격자형 배열(array)을 기존 방식으로 - 예를
들어 레이저 어블레이션(laser ablation)과 같은 - 생산을 시도하는 데는 인터포저의 물리적 강도 감소와 잔해가 튀는 문제 등 근본적인 공정상의 결함이 남아 있다.

<그림1> APEX™ 글라스 세라믹의 처리 단계

습식에칭(wet etch)과 레이저 어블레이션(laser ablation)의 비교

몇몇 회사들과 교육기관들은 고출력 레이저를 이용한 유리관통비아(TGVs)의 생산에 역량을 기울이고 있다. 이 공정은 지금까지 유
리관통비아를 만드는데 있어 성공적이었으나 레이저 어블레이션 방식으로 제작한 유리관통비아에 대해서는 몇 가지 근원적인 우려
사항이 있다.
여기에는 (1) 레이저 어블레이션 장비는 매우고가이고, 대부분 2백만 달러가 넘어간다. (2) 설계상 어블레이션 제조 접근방식은 순
차적이라 한 번에 한 웨이퍼당 유리관통비아를 작은 규모의 격자 배열 형태로 밖에 제조할 수가 없다. (3) 고온의 어블레이션 공정은
홀(hole) 주변에 많은 양의 파편을 쏟아내며, 이는 이후 제조 단계에 영향을 미칠 수 있다. (4) 레이저 어블레이션 처리된 유리관통비
아의 측벽(sidewall)은 일반적으로 80-85도 사이이다. 그리고 (5) 글라스 서브스트레이트 (glass substrate)에 많은 양의 열 충격을
가하여 미세 균열을 불러오고, 이는 인터포저 패키지의 소재 강도를 떨어뜨려 제품 신뢰성을 낮춘다 등이다.

*감광성 유리의 사용

- Design of Experiment에 의한

시제품의 단계

- 감광성 유리는 수십배의 고가

- Laser ablation 장치는 수백만불 고가

http://www.3dglasssolutions.com/products/tgvs-for-ic-packaging/
전자신문 기사

http://www.skpchem.com/
http://www.3dglasssolutions.com/products/tgvs-for-ic-packaging/
http://www.eanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=62
http://www.3dglasssolutions.com/products/tgvs-for-ic-packaging/
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Web search-6

한국코닝은 이달 4일~6일까지 개최되는 '세미콘 코리아 2015'에서 반도체 공정 기
술에 적용될 첨단 글래스 소재를 선보인다고 4일 밝혔다. 

한국코닝은 이번 전시회에서 다양한 규격의 글래스 웨이퍼와 인터포저를 전시한
다. 캐리어 웨이퍼(carrier wafer)는 실리콘 웨이퍼를 대체하는 소재이고 인터포저
는 3차원 적층형 집적회로(3DS-IC) 패키징 기술에 적용되는 기술을 말한다. 

반도체는 실리콘 결정을 활용한 실리콘 웨이퍼로 만드는 게 일반적이다. 코닝은
유리기판으로 실리콘 웨이퍼를 대체할 수 있는 기술을 개발, 반도체 업체에 공급
해 왔다. 코닝의 독자 기술인 퓨전 공법으로 생산된 반도체용 글래스 제품은 표면
순도가 뛰어나며 두께 편차와 편평도가 월등히 낮아 추가적인 연마 공정이 필요하
지 않다.

유리로 만드는 반도체는 적층 기술의 발달과 함께 부각되고 있다. 적층 기술은 반
도체를 여러개를 쌓아 올려 용량을 늘리는 기술을 말한다. 글래스 웨이퍼로 만든
적층형 반도체는 투명하기 때문에 적층 과정에서 나타나는 결함을 포착하기 쉽고
실리콘보다 비용도 저렴하다.

반도체를 쌓아올리면서 반도체간 데이터 송수신은 관통전극을 통해 이뤄진다. 관
통전극은 전자가 이동할 수 있는 미세한 구멍이다. 글래스 웨이퍼는 미세한 관통
전극을 만드는 기술이 어렵다. 

코닝의 유리 인터포저 기판은 집적회로 칩을 지원하는 25-100 마이크론 크기의 미
세 관통전극과 패턴이 형성된 된 기판으로 적층형 반도체를 만들기 적합하다. 코
닝 관계자는 "유리 인터포저의 미세 관통 전극을 10마이크론까지 줄이는 신제품
을 개발, 올해 중 출시할 계획이다"고 밝혔다. 

한국코닝 이행희 사장은 "반도체 산업에서 유리 채택에 관한 관심이 증가하고 있
고 2015년에도 이러한 추세는 이어질 전망이다"이라며 "유리의 강도를 유지하면
서도 고품질의 관통전극(via)을 만드는 것이 관건인데 코닝의 반도체 패키징 옵션
은 배터리 수명 연장과 점점 더 얇고 가벼워지는 스마트 기기의 트렌드에 새로운
가능성을 열 것"이라고 밝혔다. 

http://news1.kr/articles/?2078669
전자신문 기사

http://www.skpchem.com/
http://news1.kr/articles/?2078669

